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1.1 主要性能特点

1.2 使用注意事项

1 概 述

第一章.概述

●   

●   

●   

● 

●  

●

●

●    

●   

● 

HC-HD90 一体式楼板测厚仪，是一种便携式智能无损检测设备用

于测量现浇楼板、混凝土或墙、柱、梁、木材以及陶瓷等其它非金

属厚度。可通过主机界面的方向箭头指示准确定位发射探头的位置，

测量非金属板厚度。较之国内外常用的楼板测厚仪 , HC-HD90 有如

下特点 :

实时定位功能，实时显示发射探头位置，通过方向指示快速定位发

射探头位置，操作简便。

支持仪器标定，可有效解决温度等因素造成的厚度偏差。

具有存储、浏览、删除等功能，可存 1000 个构件或者 22 万测点。 
USB 数据传输，可将存储数据通过 USB 连接线上传到计算机。

PC 机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成。

2.8 寸高分辨率彩色液晶屏 (320x240 像素 )。
主机和发射探头分别内置大容量锂电池，低功耗设计。主机电池充

满后测量状态下可工作约 12 小时，非测量状态下约 24 小时。发射

探头电池充满后可工作约 64 小时。

主机一体式设计，体积小巧，重量轻，方便携带。

仪器使用前请仔细阅读本说明书。

工作环境要求：

环境温度：－ 10℃～ 40℃
相对湿度：＜ 90%RH
不得长时间阳光直射
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第一章.概述

不同厚度误差范围：

方向指示范围： 2 操作说明

1.3 测厚技术指

                             量程
误差 (mm) 量程 mm

±1 20-350

±2 351-600

±3 601-900

存储环境要求

环境温度：－ 20℃～ 40℃
相对湿度：＜ 90%RH

避免进水

未经允许，请勿擅自打开仪器机壳。

●

●

●

X 方向 0.2 ~ 1.5m；

Y 方向 0.2 ~ 1.2m；
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第二章.操作说明第二章.操作说明

2.1 系统构成及面板说明

2.2 充电说明

2.1.2 按键板说明

2.1.1 仪器构成

整套仪器由以下三部分构成： 

    1、HC-HD90 一体式楼板测厚仪主机（图 2-1）。

    2、HC-HD90 一体式楼板测厚仪发射探头（图 2-2）
    3、充电电源、信号电缆、延长杆及其他辅件。

按键标识 功能说明

长按：打开或关闭仪器；

短按：厚度检测存储数据；与【OK】键功能相同。

对当前选择的参数或菜单项进行确认。

返回上次菜单。

向上移动光标；设置数字增大。  

向下移动光标；设置数字减小。

向左移动光标。

向右移动光标。

2.1.3 外接插孔

符号 形状 功能

USB 插孔 连接计算机，数据传输

主机和发射探头充电器通用，外接 12V 直流电源进行充电。主机充电

时红色指示灯 ( 仪器正上方的指示灯 ) 常亮，充电完毕后充电指示灯灭。

发射探头充电时按键周围蓝色指示灯长亮，充电完毕后充电指示灯灭。

图 2-1

图 2-2

 手柄

轮胎

按键

显示屏

指示灯

USB 接口

预留接口

挂件孔

* 建议关机充电。

充电插口

延长杆插头

开关键

指示灯
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第二章.操作说明 第二章.操作说明

2.3.1 开机及功能界面

图 2-3

图 2-4

图 2-6 图 2-8

图 2-5

图 2-7 图 2-9

长按 ( ) 键，可运行或关闭仪器，

仪器启动后进入到功能界面（图 2-3），
按 ( )( )( )( ) 键切换各功能，

按 ( ) 或 ( ) 进入。

2.3.2 厚度检测参数设置

在功能界面（图 2-3），( )( ) 键切换各功能，选择“厚度检测”进

入参数设置界面（图 2-4）。如果不需修改参数，按 ( ) 键或者 ( )
键可直接进入检测界面。如需要修改参数，按 ( )进行测量参数设置（图

2-5），( )( )键移动光标到各参数项（图 2-6）。若要修改构件编号，

将光标移动到该项，按 ( ) 键进入编号编辑状态，此时参数值下面会有

一条红色高亮线（图 2-7），按 ( )( )键选择高亮位，按 ( )( )键
修改高亮位数字大小，按 ( ) 或 ( ) 键存储当前参数值，同时切换

到下一个参数，红色高亮显示，再按 ( ) 键进行编辑操作。( ) 键可在

整个参数高亮的状态下退出参数设置。( ) 或 ( ) 进入检测界面。

默认情况下，构件编号会在上次存储的编号基础上自动加 1，其它

参数默认为上次构件设置。

2.3.3 厚度检测

2.3 软件介绍及功能描述

构件编号，编号默认自动加 1。
方向闪烁，指示方向的绿色箭头是否闪烁。

统计信息，是否显示当前构件的统计信息，包括测点已存数量、

最大值、最小值、平均值。

●

●

●
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发射探头的操作说明：长按发射探头按键，蜂鸣器长响，按键周围的指

示灯亮，表示发射探头开始工作。探头正常工作时长按开关键，蜂鸣器

两声短响，指示灯灭，表示探头已经关机。发射探头在电池电量较低时

将无法开机，正常充电后可继续使用。为防止用户漏关机，发射探头开

机一小时后会自动关机。

主机测量操作说明：在参数配置界面配置完参数按 ( )( ) 或者默

认参数直接按 ( )( ) 都可进入检测界面。测量界面上方有信号强

度指示，当发射探头关机或者距离太远无法收到信号时，信号状态为内

有黄色叹号的黄色三角，如图 2-8 所示。测量过程中如果出现信号中断

的情况，请检查探头是否已经关机。信号强度最高是四格。

屏幕上方显示构件编号、信号强度和方向箭头的静动态信息，以及构件

数据统计信息。屏幕有 x 和 y 两个方向的指示箭头，中心绿色瞄准框代

表发射探头的位置。右下角有当前厚度。通过 x 方向和 y 方向探头判断

发射探头的位置，分别沿 x，y 方向找到发射探头处在的位置。两个方

向的交叉点的位置即为发射探头的位置。此时的厚度即为楼板厚度值。

详细测量步骤如下：

将发射探头开机后，放置非金属板一侧的固定位置，主机放置另一侧进

入测量界面即可开始测量。如图 2-9，说明主机需要沿 y 的负方向和 x
的正方向移动，才能到达中心，即于发射探头重合。

黄色厚度数据会一直出现，直到按下 ( )键，存储当前测点后才消失。

如果统计信息显示，则统计信息会相应更新。如不想要这个厚度数据，

重新测量即可，厚度数据会更新。

有两种方法可以找到发射探头位置：

第二章.操作说明 第二章.操作说明

●

●

●

●

●

●

发射探头电池电量较低时将无法开机。

发射探头开机时间达到一小时会自动关机。     
( ) 屏幕上方统计信息显示快捷键。

( ) 方向箭头静态动态选择，屏幕上方显示“静”和“动”。

( ) 退出测量，并保存当前数据。

( ) 存储当前测点，出现黄色厚度数据后才有效。

图2-10 图 2-11

如果距离发射探头较近时，当前厚度不为“>=850mm”。保持主机

位置不变，转动主机，屏幕会出现两个红色箭头指向中心，同时蜂鸣

器一声短叫，表示主机处于 x 或者 y 方向中心，图 2-10 所示。当主

机处于 y 方向中心时，不再转动主机，沿着 x 方向箭头指示移动主机。

如果厚度为 >=850mm”，转动主机，当主机处于 y 方向中心时，会

出现上下两个箭头来回跳。这时停止转动主机，沿x方向移动主机即可。

当处于 x 中心时，这时就可以断定发射探头的大概位置。通过两个方

向的微小移动，出现两个方向四个红色箭头指向中心，同时蜂鸣器响

一秒钟，此时主机位置即为发射探头位置，厚度为楼板厚度，图 2-11。

直接根据主机单一方向绿色箭头的指示移动主机，当听到蜂鸣器一

声短叫，同时在这一方向出现一对红色箭头（图 2-10）。此情况表

明此时主机已经到达这个方向中心。这时保持仪器在这一方向位置

不变，沿另一个方向移动主机，移动过程中暂不要考虑之前的方向

是不是保持红色箭头。当到达这一方向的中心时，就可以断定发射

探头的大概位置。然后通过微小移动主机，找到发射探头位置，出

现图 2-11 情况，同时蜂鸣器响一秒钟，指示灯亮，屏幕左下角有黄

色厚度提示，此时的厚度为楼板厚度。

1

2
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 厚度数据浏览（图 2-13 所示），屏

幕显示浏览构件编号，右侧为存储构

件数量以及此构件在所有已存储构件

中的序号；所存测点的最大和最小厚

度；所有测点的平均厚度；以及此构

件总的测点数量，和当前显示数据的所

属页数和数据总页数。屏幕下方为测点

厚度。( )( ) 翻页浏览数据。( )
或 ( )( ) 切换构件。( ) 返回功

能选择界面。

2.3.4 数据浏览

在功能界面（图 2-3），按 ( )( )
键切换各功能，选择“浏览数据”进入

数据浏览界面。或者在功能切换界面切

换到数据浏览，屏幕下方显示已存构件

数（图 2-12）。按 ( ) 键或 ( ) 键
进入数据浏览界面。( )键退回到功能

选择界面。

2.3.6 删除数据

当需要清理数据时，在功能界面（图

2-2），选择“数据删除”功能，进

入删除数据界面（图 2-15）。或者在

功能选择界面选择删除数据。按 (
) 确认删除，即可全部删除数据（图

2-14），按 ( ) 不删除数据。

2.3.7 仪器标定

 当因为温度、湿度等原因造成测量厚度偏差明显时，可以在此界面

下对仪器重新标定，标定完成后即可满足测量要求。操作界面如下

图所示。

第二章.操作说明 第二章.操作说明

2.3.5 上传数据

仪器最多存储 1000 个构件，建议测

试结束后，应及时将数据传输到计算

机中，操作方法如下：

注意：删除的数据，无法修复，请慎用！ 

运行电脑中的相应软件 , 连接 USB 连接线。并在仪器的功能界面（图

2-3），选择“上传数据”。或者在功能选择界面选择上传数据。然

后单击上位机中的读取仪表记录；如果连接成功，则开始传输数据，

数据传输完毕后软件会有相应提示信息。然后按 ( ) 键跳转到主

界面。

图2-12

图2-13

图2-14

图2-15

图2-16 图2-17



13 14

2.3.8 系统设置

功能界面（图 2-3）选择参数设置进

入系统设置界面（图 2-18），设置系

统参数。下方显示当前软件版本编号。

按 ( )键进入参数选择界面，( )( )选择将要编辑的参数。( )( )
选择将要编辑的位，( )( )修改数字。( )或 ( )键存储修改的参

数，并切换到下一参数。( )跳回到功能界面。

第二章.操作说明

关机时间，单位是分钟。

背光亮度，1-3 范围，3 为最亮，系统默认为 2，中等亮度。

操作密码，用于仪器的高级配置，用户可以不用关心。

●

●

●

标定完成后，用试块一 (115) 或试块二 (215) 进行测量时，测量厚

度结果应该是 110mm 或 210mm，不是 115 或者 215。仪器在进

行厚度测量时，是以仪器轮子的边缘作为厚度参考平面，用试块进

行测量时是以外壳底面做参考，二者相差约 5mm。

切换界面至仪器标定（图 2-16），根据提示选择长度为 115mm 的标

准试块一，放置于发射探头中心和主机接收线圈中心之间，保证发射

探头和主机接收线圈中心对齐。主机位置固定，按下 ( ) 键，界面

提示“开始标定…”，等待蜂鸣器一声短响，且箭头切换到试块二时，

试块一的标定完成。更换长度为 215mm 的标准试块二，重复上述操

作，标定完成后，蜂鸣器响两声，按任意键退出（图 2-17）。

3 机外数据分析软件

图2-18
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 点击下一步后进入驱动安装界面，

根据仪器型号选择相应的驱动安装，

弹出如图 3-3 的驱动安装界面，有

三种选择，HD90驱动、HD850驱动、

不安装。

3.2.1 程序安装

HC-HD 系列非金属板测厚数据处理分析软件是由北京海创高科科技有

限公司推出的用于楼板测厚数据处理的多功能分析软件，可实现对 HC-
HD90 一体式楼板测厚仪和 HC-HD850 非金属板厚度测试仪检测数据

进行后期处理，生成报告及打印数据等操作。

3.1 简介

本软件可安装运行于 Windows9X/Me/NT/2000/XP 操作系统。

3.2 安装

如需更改安装路径需单击“浏览”，

弹出如图 3-2 的路径选择界面，选

择修改的路径，点击“确定”。继

续点击“下一步”开始安装。

2

1

3

第三章.机外数据分析软件第三章.机外数据分析软件

选择 HD90 驱动时，进入图 3-4
界面，点击“Install”进行安装，

点击“Cancel”返回上一步。

选 择 HD850 时， 进 入 图 3-5 界

面， 点 击 INSTALL 进 行 安 装，

UNINSTALL 取消。

完成安装，点击“完成”退出程

序安装如图 3-6。

3.3 软件使用说明

HC-HD 系列非金属板测厚数据处理分析软件 V3.0 的操作方法及界

面形式完全符合 Windows 风格，已经熟悉 Windows 操作的用户会

很容易掌握本软件的使用方法。

4

5

6

双击安装光盘中的“HC-HD 系列

非金属板测厚数据处理分析软件

V3.00.EXE”图标，弹出如图 3-1
的安装界面。点击“下一步”显示

安装进度条开始安装。

图 3-1

图 3-3

图 3-4

图 3-5

图 3-6

图 3-2
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1. 标题栏：显示当前打开的文件；

2. 构件信息：显示当前选中构件的构件要求、测试结果和结果统计信息；

3. 构件列表：显示打开文件构件列表和测点数、合格率；

4. 数据列表：显示、编辑当前构件的数据信息；

5. 曲线图：以折线图的形式显示当前选中构件的数据信息；

6. 操作信息：显示软件操作的信息，最多记录 200 行；

7. 打开文件：打开已经存在的数据文件 ；
8. 读取仪表记录：读取下位机测量数据；

9. 生成报告：生成报告文件；

10. 打印预览：预览打印内容；

11. 打印设置：设置是否打印页眉页脚和选择打印内容；

12. 系统设置：通过口令获得操作权限； 
13. 保存：保存当前文件。

3.3.1 软件界面介绍 3.3.2 读取记录文件

使用 USB 连接线连接仪器和电脑，将仪器置于传输界面，点击“读

取仪表记录”。仪器显示“主机已连接”选择保存路径，填写文件

3.3.4 构件列表

3.3.3 浏览文件

点击“打开文件”，弹出打开文件对

话框，如图 3-9 所示。从中选择将要

查看的 *.LBY 文件或 *.LBD 文件 ( 本
软件专用文件格式，从下位机传输的

数据保存为 LBY 或 LBD 文件 )。

名称，保存文件，文件格式为 LBY 或

LBD 文件 (LBY 为 HD850 上传的文

件格式，LBD 为 HD90 上传的文件格

式 )。操作信息列表会显示传输进度。

读取成功后操作信息显示“读取仪表

记录成功”。如无连接仪器则提示“无

法连接”。

图 3-7

图 3-8

图 3-9

图3-10

如图 3-10 所示，在构件列表上，

单击右键弹出下拉菜单，全选可

以选中所有构件，反之取消所有

构件的选中，也可以单击选中其

中某些构件。

1
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3.3.6 生成报告选中“另存选中构件”，会弹出

如下对话框，图 3-12，可以把所

选中的构件另存文件。

3.3.5 构件信息

构件要求：如图 3-13 所示，从文

件中获取构件的设计值 允许正偏

差、允许负偏差，没有的默认为 0，
用户可更改。

测试结果：如图 3-14 所示，显示

当前构件的平均值、最大值、最

小值、最大正偏差和最大负偏差

等，不可更改。

结果统计：如图 3-15 所示，显示

当前构件的测点总数、合格率、

正偏差超标率、负偏差超标率，

用户不可更改。

1

2

3

3

2

3

2

1

选中“导入文件”后，会弹出如

下对话框，图 3-11，可以把其他

文件中的构件导入到当前文件中。

点击“生成报告”，弹出报告生

成对话框，填写报告基本信息 ( 图
3-17)，点击确定。

输入报告名称 ( 图 3-18)，点击保

存，生产 word 报告文档。

在“构件列表”中选择需要写入检

测报告的构件，如图 3-16 所示。

图 3-11
图3-15

图3-16

图3-17

图3-18

图3-12

图3-13

图3-14
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3.3.7 打印预览

选择需要打印的构件 ( 可包含各种类

型的构件 )，点击“打印预览”，出

现如图 3-19 界面，预览打印页面，

点击“上一页”或“下一页”浏览打

印页面。点击“打印”开始打印文件，

打印时每个构件进行单独的打印。点

击“退出”退出打印预览。

高级权限下双击厚度数据，可对测点

数据进行修改。同样可以实现测点的

增加、删除操作。更改后，构件的信

息内容会自动更新。如需对修改文件

进行保存，按下“保存”按钮，保存

文件，操作信息会有相应提示，如图

3-22 所示。

3.3.8 打印设置

点击“打印设置”，弹出打印设置对

话框。设置需要打印的内容 : 页眉、

页脚、页码、数据和曲线 ( 图 3-20)。

3.3.9 系统设置

点击“系统设置”，弹出图 3-21 所示对话框，默认口令为空。点击“确

定”，同时操作信息内会提示“=> 操作权限口令正确”，提升操作

权限。反之，提示“=> 操作权限口令不正确，请重新输入”。选中

自动更新后，每次启动后，发现最新版本后，会自动更新最新的版本。

注意：每个构件的侧点数不能为空，至少为一个。

图3-19

图3-20

图3-21 图3-22

图3-23

图3-24
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